CONFEDERATION SUISSE

AR AR
a1 CH 709789 A2

INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

(51) Int. Cl.: B29C  39/10 (2006.01)

B44D  5/00 (2006.01)

. . . Go4D  3/00 (2006.01)

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein A44C  27/00 (2006.01)

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

12 DEMANDE DE BREVET

(21) Numéro de la demande: 00916/14
(22) Date de dépdt: 17.06.2014
(43) Demande publiée: 31.12.2015

(71) Requérant:
MESTEL SA, Rue Abbé Bovet 3
1636 Broc (CH)

(72) Inventeur(s):
Philip De Boer, 1299 Crans-pres-Céligny (CH)

(74) Mandataire:
e-Patent S.A., Rue Saint-Honoré 1, Case postale 2510
2001 Neuchatel (CH)

(54) Procédé de réalisation d'un motif en relief, en un matériau de type polymére, sur un substrat, et

composant horloger.

(57) L'invention concerne un procédé de réalisation d’'un motif
en relief, en un matériau (14) de type polymere, sur une surface
libre d’'un substrat (1) comprenant les étapes consistant a:
déposer une couche sacrificielle,

graver la couche sacrificielle pour définir des cavités a remplir,
déposer le matériau (14) au moins dans les cavités,

retirer le surplus de matériau (14) en dehors des cavités,
procéder a une ablation sélective de la couche sacrificielle en
préservant le matériau (14) qui était situé a l'intérieur des cavités
a remplir, de maniére a définir le motif en relief sur la surface
libre du substrat (1).

Le procédé selon I'invention peut étre mis en ceuvre sur des
composant ou produits d’horlogerie, de bijouterie ou de télépho-
nie par exemple, a des fins décoratives ou techniques.

L’invention concerne également un composant horloger.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un procédé de réalisation d’'un motif en relief, en un matériau de type polymére,
sur un substrat. A titre d’'exemple non limitatif, le procédé selon l'invention peut notamment permettre la réalisation d’un
tel motif en relief sur un substrat défini par un composant susceptible de servir dans la réalisation d’'une montre.

[0002] De maniére avantageuse, le présent procédé peut étre mis en ceuvre sur une surface du substrat qui aurait été
préalablement finie sans altération de sa finition.

[0003] Par motif en relief, il convient de comprendre ici tout type de forme prédéfinie, notamment toute forme figurative
ou non figurative, voire du texte. En particulier, le procédé selon 'invention peut étre mis a profit pour apposer le signe
d’une marque déposée, et/ou d’'un logo correspondant, sur au moins un composant d’un produit fini commercialisé sous
cette marque déposée.

[0004] De maniere préférée, le matériau utilisé pour la réalisation du motif en relief est avantageusement pris dans le
groupe comprenant les élastoméres, les résines époxy et les laques a base de polyuréthane.

[0005] Par ailleurs, le substrat peut étre de toute nature permettant 'application d’'un matériau du type qui vient d’étre
mentionné, notamment en métal ou alliage métallique, ou en céramique.

Etat de la technique

[0006] Des procédés de dépdt de matériaux de type polymeére sur la surface d’un substrat sont déja connus, en particulier
dans le domaine de I'horlogerie.

[0007] A titre d’exemple, le brevet EP 2 316 299 B1 divulgue un procédé d’application d’un élastomére sur un substrat
présentant au moins un relief, de telle maniére que la surface finale de la couche d’élastomére soit agencée en continuité
avec la surface du relief. Ce document prévoit en outre qu’un méme traitement de surface soit finalement appliqué sur
Fensemble de la surface, comme par exemple un polissage ou un satinage, pour obtenir des états de surface similaires
sur le relief et a la surface de I'élastomere.

[0008] De maniére générale, le dépbt de tels matériaux sur un substrat est réalisé a l'intérieur de cavités ménagées dans
la surface du substrat, notamment avec I'idée qu’une telle approche permet d’améliorer 'ancrage de ces matériaux sur
le substrat et d’éviter qu’ils ne soient facilement arrachés.

Divulgation de I'invention

[0009] Un but de la présente invention est de proposer une alternative aux procédés connus de I'art antérieur en propo-
sant un procédé permettant de réaliser un motif en relief sur une surface continue, éventuellement finie, d’'un substrat,
c’est-a-dire également sur la surface d’un substrat qui ne présente pas de cavité.

[0010] A cet effet, le procédé de réalisation d’un motif en relief selon I'invention comprend les étapes consistant a:

a) se munir d’'un substrat présentant une surface libre,

b) déposer une premiére couche sacrificielle sur au moins une partie de la surface libre, avec une épaisseur prédéfi-
nie,

c) graver la premiére couche sacrificielle, sensiblement jusqu’a la surface libre du substrat, de maniére a définir des
cavités a remplir correspondant au motif a réaliser,

d) déposer le matériau de type polymeére sur le substrat de telle maniére qu’au moins les cavités a remplir sont rem-
plies avec le matériau de type polymére,

e) procéder a une ablation du surplus éventuel de matériau de type polymeére situé en dehors des cavités a remplir,

f)  procéder a une ablation sélective de la premiére couche sacrificielle en préservant le matériau de type polymére
qui était situe a l'intérieur des cavités a remplir, de maniere a définir le motif en relief sur la surface libre du subs-
trat.

[0011] Grace a ces caractéristiques, un motif en relief peut étre réalisé sur tout type de surface, en particulier sur une
surface continue, c’est-a-dire une surface ne comportant pas de cavité délimitée par au moins une aréte.

[0012] Ainsi, un motif en relief selon la présente invention peut avantageusement étre réalisé sur une surface sensiblement
plane. En effet, la Demanderesse a constaté que les motifs en relief obtenus par la mise en ceuvre de ce procédé présentent
une résistance a I'arrachement satisfaisante, contre toute attente, quand bien méme ils ne présentent pas de portion logée
dans une cavité qui aurait été préalablement ménagée dans la surface du substrat.
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[0013] Le motif peut présenter tout type de forme et toute épaisseur souhaités. De maniére préférée, I'épaisseur du motif
en relief obtenu pourra étre inférieure a 2 mm, préférablement inférieure @ 1 mm, encore plus préférablement comprise
sensiblement entre 0,1 et 0,2 mm.

[0014] Par ailleurs, la réalisation de motifs en relief selon la présente invention est possible sur une surface libre du
substrat qui serait préalablement finie, sans en altérer la finition. En effet la surface libre est protégée par la premiere
couche sacrificielle pendant le dépdt du matériau de type polymere et, surtout, pendant I'étape d’ablation du surplus de
ce matériau.

[0015] En outre, la surface du matériau déposé peut étre soumise a toute finition souhaitée, tandis que la surface libre
du substrat est toujours protégée par au moins 'une des couches sacrificielles, ce qui permet de réaliser des finitions de
surface différentes, d’une part, sur le motif en relief et, d’autre part, sur le substrat.

[0016] La premiére couche sacrificielle doit étre suffisamment rigide pour permettre une définition précise des cavités
a remplir qui vont permettre la formation du motif en relief. Elle peut étre réalisée en tout matériau adapté comme un
composé métallique ou une résine époxy par exemple.

[0017] Dans une variante de réalisation du procédé selon linvention, il est possible de prévoir qu’une deuxieme couche
sacrificielle est déposée sur la premiére couche sacrificielle préalablement a la définition des cavités a remplir. Les premiére
et deuxieme couches sacrificielles sont alors gravées en une seule ou en plusieurs étapes lors de la mise en ceuvre de
Iétape c). De plus, la deuxieme couche sacrificielle est alors éliminée préalablement a I'ablation de la premiére couche
sacrificielle lors de la mise en ceuvre de I'étape f).

[0018] En effet, il peut étre préférable de prévoir une deuxiéme couche sacrificielle, suivant le mode opératoire retenu,
éventuellement en fonction des matériaux impliqués dans la mise en ceuvre du procédé. Dans ce cas, on peut prévoir que
la deuxieéme couche sacrificielle est par exemple une résine photosensible, éliminée par attaque chimique par exemple,
la premiére couche sacrificielle pouvant alors avantageusement étre de type métallique.

[0019] Suivant une variante de réalisation preférée, la surface libre du substrat présente une finition mécanique prise dans
le groupe comprenant le satinage, le brossage, le polissage et le sablage.

[0020] Suivant un mode de réalisation avantageux, le procédé comprend I'étape supplémentaire, avant I'étape d), consis-
tant a:
¢’) déposer une couche d’'un agent d’adhérisation au moins dans les cavités a remplir.

[0021] Par ailleurs, de maniere avantageuse, on peut prévoir que I'étape f) est réalisée par traitement laser.

[0022] On peut également prévoir que le procédé comprend une étape supplémentaire consistant & mettre en ceuvre un
traitement de surface de finition sur le motif en relief.

[0023] En effet, tant qu’au moins 'une des couches sacrificielles n’est pas retirée de la surface libre du substrat, un
traitement de surface de finition peut étre appliqué a la surface du motif en relief sans risque de causer des dommages
a la surface libre du substrat.

[0024] Il est également possible de prévoir que le traitement de surface de finition sur le motif en relief est effectué conjoin-
tement a la mise en ceuvre de I'étape €) ou de I'étape f).

[0025] Grace a une telle caractéristique, la surface du motif en relief peut étre finie avec le type de finition souhaitée
directement en fin d’ablation du surplus, ce qui représente un gain de temps non négligeable. [0025] Par ailleurs, on peut
prévoir que le procédé comprend I'étape supplémentaire, avant I'étape d), consistant a:

¢’’) mettre en ceuvre un traitement de préparation de la surface destinée a recevoir le matériau de type polymere a 'étape
d).

[0026] La mise en ceuvre d’une telle étape est bien entendu optionnelle et dépend de la nature du matériau dans les
régions ou le matériau de type polymére est appliqué, de I'état de surface du fond de la cavité a remplir, ainsi que de la
nature du matériau utilisé pour former le motif en relief.

[0027] De maniére générale, le procédé qui vient d’étre décrit peut avantageusement étre mis a profit pour effectuer la
réalisation d’un motif en relief sur un composant horloger définissant un substrat en métal, en alliage métallique ou en
céramique.

[0028] Par ailleurs, le matériau utilisé pour la réalisation du motif en relief est avantageusement pris dans le groupe
comprenant les élastomeres, les résines époxy et les laques a base de polyuréthane.

[0029] De maniére préférée, la présente invention concerne également un composant horloger, comportant au moins une
portion définissant un substrat ayant une surface libre continue, présentant une finition mécanique prise dans le groupe
comprenant le satinage, le brossage, le polissage et le sablage, et portant au moins un motif en relief réalisé en un matériau
de type polymére.

[0030] De maniére avantageuse, le motif en relief présente une surface libre ayant une finition prise dans le groupe
comprenant le satinage, le brossage, le sablage et la micro-structuration par faisceau laser.
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Bréve description des dessins

[0031] D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaitront plus clairement a la lecture de la
description détaillée d’'un mode de réalisation préféré qui suit, faite en référence aux dessins annexés donnés a titre
d’exemples non limitatifs et dans lesquels:

lafig. 1  représente une vue schématique partielle d’un substrat, en coupe transversale, illustrant une premiere
étape de préparation a la mise en ceuvre d’'un mode de réalisation préféré du procédé selon l'invention;

lafig.2 représente une vue similaire a celle de la fig. 1, illustrant des étapes de mise en ceuvre d’'un mode de réali-
sation préféré du procédé selon linvention;

lafig. 3 représente une vue similaire a celle de la fig. 1, illustrant une étape supplémentaire de mise en ceuvre d’un
mode de réalisation préféré du procédé selon Finvention;

lafig. 4 représente une vue similaire a celle de la fig. 1, illustrant des étapes supplémentaires de mise en ceuvre
d’un mode de réalisation préféré du procédé selon linvention;

lafig. 5 représente une vue similaire a celle de la fig. 1, illustrant une étape supplémentaire de mise en ceuvre d’un
mode de réalisation préféré du procédé selon Finvention;

lafig. 6  représente une vue similaire a celle de la fig. 1, illustrant une étape supplémentaire de mise en ceuvre d’un
mode de réalisation préféré du procédé selon Finvention, et

lafig. 7 représente une vue similaire a celle de la fig. 1, illustrant une étape supplémentaire de mise en ceuvre d’'un
mode de réalisation préféré du procédé selon Finvention.

Mode(s) de réalisation de I'invention

[0032] Les fig. 1 a7 illustrent le déroulement, étape par étape, d’'un exemple de mise en ceuvre d’un procédé de réalisation
d’un motif en relief sur un substrat, selon un mode de realisation préféré de la présente invention.

[0033] Comme déja mentionné plus haut, par motif en relief, il convient de comprendre ici tout type de forme prédéfinie,
notamment toute forme figurative ou non figurative, voire du texte. En particulier, le procédé selon l'invention peut étre mis
a profit pour apposer le signe d’'une marque déposée, et/ou d’un logo correspondant, sur au moins un composant d’un
produit fini commercialisé sous cette marque déposée. Bien entendu, la notion de motif inclut également ici un ensemble
d’éléments en relief qui seraient disjoints les uns des autres sur la surface d’un substrat.

[0034] La fig. 1 illustre une premiere étape préalable au procédé selon la présente invention consistant & se munir d’'un
substrat 1 qui peut notamment étre composé au moins partiellement d’'un métal, d’un alliage métallique ou d’'une céra-
mique. Bien entendu, 'lhomme du métier pourra considérer d’autres matériaux adaptés a la mise en ceuvre du présent
procédé sans sortir du cadre de I'invention.

[0035] Le substrat 1 comporte une surface libre 2 qui peut étre brute ou présenter n’importe quel type de finition, comme
par exemple une finition mécanique de type satinage, brossage, polissage ou encore sablage.

[0036] La surface libre 2 peut également présenter divers types de géométries sans sortir du cadre de l'invention. Comme
cela a été mentionné précédemment, la surface libre 2 peut en particulier étre continue, c’est-a-dire qu’elle peut ne pas
présenter de cavité qui aurait été ménagée préalablement a la mise en ceuvre du procédé selon Finvention. La surface
libre 2 peut notamment étre sensiblement plane, comme illustré sur les figures.

[0037] La fig. 2 illustre des premieres étapes de mise en ceuvre du procédé selon la présente invention consistant a
déposer des premiére et deuxieéme couches sacrificielles 4 et 6 sur la surface libre 2 du substrat 1.

[0038] La premiére couche sacrificielle 4 est métallique, par exemple en argent ou en cuivre, et peut étre déposée par
la mise en ceuvre de toute méthode connue adaptée, comme par exemple un dépot galvanique. Elle peut préférablement
étre déposée avec une épaisseur allant jusqu’a 2 mm, préférablement inférieure a 1 mm, encore plus préférablement
comprise entre 0,1 et 0,2 mm.

[0039] La deuxieme couche sacrificielle 6 est constituée d’une résine photosensible conventionnelle et peut étre déposée
par toute méthode connue et adaptée. Typiquement, la deuxiéme couche sacrificielle 6 peut présenter une épaisseur
inférieure a 1 mm, préférablement inférieure a 0,5 mm, encore plus préférablement inférieure a 0,1 mm.

[0040] Comme mentionné plus haut, la mise en place de la deuxiéme couche sacrificielle 6 peut étre omise sans sortir
du cadre de la présente invention.

[0041] La fig. 3 illustre une étape supplémentaire du procédé selon la présente invention, optionnelle dans le cas d’une
mise en ceuvre avec une seule couche sacrificielle, au cours de laquelle la deuxiéme couche sacrificielle 6 est gravée de
maniére sélective, pour rendre accessibles des portions 8 de la premiére couche sacrificielle 4 correspondant au motif
a réaliser. Toute méthode connue et adaptée peut étre mise en ceuvre ici sans sortir du cadre de la présente invention,
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comme par exemple une méthode consistant a graver la deuxiéme couche sacrificielle 6 par attaque chimique, apres
Favoir recouverte d’'un masque permettant de protéger les régions qui ne correspondent pas au motif a réaliser.

[0042] Le procéde selon l'invention comprend la mise en ceuvre d’une étape supplémentaire, dont le résultat est illustré
sur la fig. 4, consistant a éliminer la premiére couche sacrificielle 4 dans ses régions qui ont été exposées a I'étape
précédente, c’est-a-dire au niveau de ses portions accessibles 8.

[0043] La premiére couche sacrificielle 4 est ainsi creusée, de maniére sélective, préférablement jusqu’a la surface libre
2 du substrat 1 pour définir des cavités 10 a remplir avec le matériau utilisé pour réaliser le motif en relief. Cette opération
est préférablement réalisée par irradiation sélective de la premiére couche sacrificielle 4 au moyen d’un faisceau laser
conventionnel, mais peut étre réalisée par d’autres méthodes sans sortir du cadre de la présente invention.

[0044] De maniéere optionnelle, il est possible de prévoir ensuite le dépo6t d’un agent d’adhérisation ou «primer» (schéma-
tisé par les traits discontinus référencés par 12) sur le substrat 1, au moins a intérieur des cavités 10, pour améliorer la
tenue du polymére qui sera appliqué ensuite pour réaliser le motif en relief. L’homme du métier ne rencontrera pas de
difficulté particuliére pour effectuer le choix de 'agent d’adhérisation 12, en fonction de ses propres besoins et sans sortir
du cadre de la présente invention. L’épaisseur typique préférée pour la couche de 'agent d’adhérisation est de l'ordre de
5 a 10um, a titre illustratif non limitatif.

[0045] A titre optionnel, il est également possible de prévoir un traitement de surface de préparation préalablement, ou en
alternative, au dépdt de 'agent d’adhérisation 12, comme par exemple un sablage ou une attaque chimique.

[0046] Le matériau 14 utilisé pour réaliser le motif en relief peut alors étre déposé sur le substrat 1, tel qu'illustré sur la fig. 5.

[0047] Ce matériau 14 est préférablement choisi dans le groupe comprenant les élastomeéres, les résines époxy et les
laques a base de polyuréthane.

[0048] L’application du matériau 14 est réalisée de maniére conventionnelle, comme par exemple par surmoulage. Le
matériau 14 est déposé sur le substrat 1 de telle maniére qu’au moins les cavités 10 sont remplies. En général, le dépdt
donne lieu a un surplus de matériau 14 situé au-dessus de la deuxiéme couche sacrificielle 6, comme schématisé sur
la fig. 5. Un ordre de grandeur typique pour I'épaisseur de la couche de matériau 14 située au-dessus de la deuxieme
couche sacrificielle 6 est de 0.05 a 0.2 mm, de maniere non limitative.

[0049] Une opération de polymérisation et/ou de vulcanisation est préférablement prévue aprés dép6t du matériau 14.

[0050] Une étape supplémentaire du procédé selon la présente invention consiste a éliminer le surplus de matériau 14
situé en dehors des cavités 10. Le résultat de 'ablation correspondante est illustré sur la fig. 6.

[0051] L’opération d’ablation peut étre réalisée en plusieurs étapes, par la mise en ceuvre d’une ou plusieurs méthodes
conventionnelles, comme par exemple un usinage mécanique (meulage, émerisage, etc.), une attaque chimique ou un
traitement thermique, en particulier par faisceau laser.

[0052] De maniére avantageuse, I'ablation peut étre réalisée en une seule étape, au moyen d’un faisceau laser. Dans
ce cas, on peut directement prévoir que la surface finale 16 du matériau 14 est microstructurée. Il est ainsi possible de
réaliser n’importe quel type de motif sur la surface finale 16 du matériau 14, comme par exemple des clous de Paris voire
un logo d’entreprise ou de marque.

[0053] En outre, I'ablation du surplus de matériau de remplissage 14 par faisceau laser permet une grande précision
dans la réalisation de I'ablation, y compris lorsque le niveau de la surface finale 16 est situé plus bas que le niveau de
la deuxiéme couche sacrificielle 6.

[0054] On notera qu’il est possible en complément, voire en alternative au traitement de finition par faisceau laser, de
mettre en ceuvre un traitement de surface de finition sur la surface finale 16 du matériau 14 aprés ablation du surplus,
comme par exemple un sablage. En effet, a ce stade, les premiere et deuxieme couches sacrificielles 4 et 6 étant toujours
présentes, la surface libre 2 du substrat 1 est protégée et ne peut étre endommageée par un tel traitement de finition.

[0055] Lorsque le résultat souhaité est obtenu pour la surface finale 16 du matériau 14, les premiére et deuxiéme couches
sacrificielles 4 et 6 peuvent étre retirées de maniére sélective, c'est-a-dire sans retirer le matériau 14, comme illustré sur
la fig. 7.

[0056] Ces opérations sont preférablement réalisées de maniére conventionnelle, par exemple par attaque chimique pour
le retrait de la deuxiéme couche sacrificielle 6, et par électrolyse pour la premiere couche sacrificielle 4.

[0057] Ainsi, la surface libre 2 du substrat 1 est remise a nu, avec la finition qu’elle présentait avant la mise en ceuvre
du procédé selon l'invention, sauf dans les régions ou le matériau 14 avait été déposé dans les cavités 10, donnant lieu
a la réalisation du motif en relief souhaité.

[0058] Grace au procédé qui vient d’étre décrit, il est possible de réaliser toute forme de motif en relief sur un grand choix
de substrats, d’aspect brut ou fini, comme mentionné précédemment, notamment toute forme figurative ou non figurative,
voire du texte. En particulier, le procédé selon Finvention peut étre mis a profit pour apposer le signe d’'une marque déposée,
et/ou d’un logo correspondant, sur au moins un composant d’un produit fini commercialisé sous cette marque déposée.
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[0059] En particulier, le procédé selon l'invention peut étre mis en ceuvre pour appliquer des motifs en relief sur des
composants ou produits commercialisés dans le domaine du luxe, notamment en horlogerie, en bijouterie, en téléphonie,
etc., soit a des fins décoratives ou d'identification d’'une marque, par exemple, soit a des fins techniques, pour réaliser
des marquages fonctionnels (comme les chiffres et/ou index sur une lunette de montre), par exemple, voire mécaniques
lorsque les propriétés élastiques du matériau 14 sont exploitées. A titre d’'exemples d’applications mécaniques, on peut
noter que les motifs en relief selon la présente invention peuvent permettre de rattraper un jeu (roue dentée, butée, cercle
d’emboitage, joints, etc.), d’absorber des chocs (€léments de rhabillage d’'une montre ou dans le mouvement horloger
directement), de prévenir des frottements entre deux composants, voire de jouer un rdle d’isolant thermique, a titre indicatif
non limitatif.

[0060] La description qui précéde s’attache a décrire un exemple d’un mode de réalisation particulier, de maniere non
limitative, et I'invention n’est pas limitée aux techniques ou aux produits usuels particuliers mentionnés en relation avec
les étapes de préparation du substrat ou les étapes d’application du matériau destiné a former le motif en relief. Lhomme
du métier ne rencontrera pas de difficulté particuliere pour adapter le contenu de la présente divulgation a ses propres
besoins sans sortir du cadre de la présente invention.

Revendications

1. Procédé de réalisation d’'un motif en relief, en un matériau (14) de type polymere, sur une surface libre (2) d’'un substrat
(1) comprenant les étapes consistant a:
a) se munir d’un substrat (1) présentant une surface libre (2),
b) déposer une premiére couche sacrificielle (4) sur au moins une partie de ladite surface libre (2), avec une épaisseur
prédéfinie,
c) graver ladite premiére couche sacrificielle (4), sensiblement jusqu’a ladite surface libre (2) du substrat (1), de
maniére a définir des cavités (10) a remplir correspondant audit motif a réaliser,
d) déposer ledit matériau (14) de type polymeére sur ledit substrat (1) de telle maniere qu’au moins lesdites cavités
(10) soient remplies avec ledit matériau (14) de type polymere,
e) procéder a une ablation du surplus éventuel de matériau (14) de type polymere situé en dehors desdites cavités
(10),
f) procéder a une ablation sélective de ladite premieére couche sacrificielle (4) en préservant le matériau (14) de type
polymére qui était situé a lintérieur desdites cavités (10) a remplir, de maniére a définir ledit motif en relief sur la
surface libre (2) dudit substrat (1).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une deuxiéme couche sacrificielle (6) est déposée sur la
premiére couche sacrificielle (4) préalablement a la définition desdites cavités (10) a remplir, lesdites premiére et
deuxiéme couches sacrificielles (4, 6) étant gravées en une seule ou en plusieurs étapes lors de la mise en ceuvre
de I'étape c), ladite deuxieme couche sacrificielle (6) étant éliminée préalablement a I'ablation de la premiére couche
sacrificielle (4) lors de la mise en ceuvre de I'étape f).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite surface libre (2) du substrat (1) présente une
finition mécanique, préalablement & la mise en ceuvre de I'étape b), prise dans le groupe comprenant le satinage,
le brossage, le polissage et le sablage.

4. Procédé selon 'une des revendications précédentes, comprenant I'étape supplémentaire, avant I'étape d), consistant
a

¢’) déposer une couche d’un agent d’adhérisation (12) au moins dans lesdites cavités (10) a remplir.

5. Procédé selon 'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que 'étape f) est réalisée par traitement laser.

Procédé selon I'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend une étape supplémentaire
consistant & mettre en ceuvre un traitement de surface de finition sur ledit motif en relief.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit traitement de surface de finition sur ledit motif en relief
est effectué conjointement a la mise en ceuvre de I'étape e) ou de I'étape f).

8. Procédé selon 'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend I'étape supplémentaire, avant
Iétape d), consistant a:
¢”’) mettre en ceuvre un traitement de préparation au moins des surfaces destinées a recevoir ledit matériau (14) de
type polymére a I'étape d).

9. Procédé selon I'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est mis en ceuvre pour effectuer la réa-
lisation d’un motif en relief sur un composant horloger définissant un substrat en métal, en alliage métallique ou en
céramique.

10. Procédé selon 'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit matériau (14) de type polymeére est
pris dans le groupe comprenant les élastoméres, les résines époxy et les laques a base de polyuréthane.



11.

12.

CH 709789 A2

Composant horloger comportant au moins une portion définissant un substrat (1) ayant une surface libre continue
(2), présentant une finition mécanique prise dans le groupe comprenant le satinage, le brossage, le polissage et le
sablage, et portant au moins un motif en relief réalisé en un matériau (14) de type polymére.

Composant horloger selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit motif en relief présente une surface libre
(16) ayant une finition prise dans le groupe comprenant le satinage, le brossage, le sablage et la microstructuration
par faisceau laser.
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